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证券代码：300316        证券简称：晶盛机电        编号：2017-071 

浙江晶盛机电股份有限公司 

关于与无锡市人民政府、天津中环半导体股份有限公司 

签署战略合作协议的公告 

 

 

 

 

特别提示： 

●  本次签订的战略合作协议属于三方合作的框架性协议，协议中具体事宜

或未尽事项各方仍将另行签订具体的合作协议予以明确。 

●  本次签订的战略合作协议不会对公司2017年经营业绩产生重大影响。 

 

一、协议的基本情况 

1、协议签订的基本情况 

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”或“公司”）与无锡市

人民政府、天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”）致力促进无

锡集成电路产业链的发展优化，就共同在宜兴市开展建设集成电路用大硅片生产

与制造达成合作事宜，于 2017 年 10月 12日在江苏省无锡市签署了《战略合作协

议》（以下简称“协议”或“本协议”）。 

2、协议对方的基本情况 

（1）江苏省无锡市人民政府 

（2）天津中环半导体股份有限公司 

法定代表人：沈浩平 

注册资本：264,423.6466 万元 

主营业务：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；

电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；房屋租赁；经营本企业

自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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的进口业务；太阳能电池、组件的研发、制造、销售；光伏发电系统及部件的制

造、安装、销售；光伏电站运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动） 

中环股份为 A 股上市公司（股票代码：002129），公司与中环股份不存在关

联关系。 

3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序 

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于授权经营层签署合作事项相

关文件的议案》，同意并授权经营层与无锡市人民政府、中环股份签署合作事项

相关文件，并组织合作项目的实施。协议的具体事宜或未尽事项，公司仍将按照

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文

件的要求，履行相应的决策和披露程序。 

二、协议的主要内容 

1、合作目的及愿景 

各方基于对贯彻落实《中国制造 2025》和《国家集成电路产业发展推进纲要》

的总体部署的一致认识，发挥各自优势，整合各方资源，共同在无锡推动建设和

发展半导体材料研发制造基地，为我国集成电路产业发展作出应有的贡献，同时

促进无锡市经济社会发展和中环股份、晶盛机电企业综合竞争力提升，实现互利

共赢。 

2、合作主要内容 

（1）无锡市人民政府全力支持中环股份、晶盛机电来无锡发展和投资，在无

锡和宜兴提供符合中环股份、晶盛机电需求的生产制造、生产配套、科研办公、

生活用地。 

（2）中环股份、晶盛机电协同无锡市人民政府下属的投资平台公司或产业基

金确定项目投资主体，共同在宜兴市启动建设集成电路用大硅片生产与制造项目

（以下简称“集成电路大硅片项目”），以市场需求为导向，规划和分期建设，

项目总投资约 30亿美元，一期投资约 15亿美元。 

（3）无锡市人民政府将集成电路大硅片项目列入无锡市重大产业项目，开设

行政审批绿色通道，在选址用地、项目环评、税收优惠、投融资、科技研发、人
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才引进、项目推进机制等方面给予最便利的办事流程、最全面的服务保障、最优

惠的政策支持，尽快创造满足项目开工的各项条件。 

合作三方达成共同意向，本协议的签署不排除今后在本协议所拟合作范围内

同其他方的合作。 

三、对公司的影响 

1、本次战略合作符合《国家集成电路产业发展推进纲要》和《中国制造2025》

的政策方向,抓住了全球集成电路产业向中国加速转移的市场机遇，各方将共同推

动集成电路用大硅片项目的启动建设和健康发展，有利于提升我国半导体材料行

业的水平，缓解半导体材料供应对中国半导体产业发展的制约，促进我国电子信

息产业的发展。 

2、本次与中环股份的合作，是继国家科技重大专项（02专项）“极大规模集

成电路制造装备及成套工艺”之《区熔硅单晶产业化技术与国产设备研制》合作

之后的再一次在半导体领域的深度合作，将发挥公司在半导体设备研发制造领域

的优势，有利于公司保持半导体硅晶体生长设备的技术先进性和市场领先优势，

大力推进半导体关键设备国产化，不断提升公司半导体设备核心竞争力。 

3、本次战略合作符合公司“新材料、新装备”战略规划，依托公司晶体生长

设备研发与制造优势，协同合作方建设国际先进的集成电路大硅片研发和生产基

地，实现合作方互利共赢，有利于促进公司综合竞争力提升，推动公司长期可持

续发展。 

4、本次合作事宜不会对公司2017年经营业绩产生重大影响。 

四、风险提示 

1、本次签订的战略合作协议属于三方合作的框架性协议，协议中具体事宜或

未尽事项各方仍将另行签订具体的合作协议予以明确； 

2、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》

等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项

的进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。 

3、截止本公告披露日，公司最近三年披露的战略合作协议的进展如下： 
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协议名称 协议签订方 披露日期 进展情况 

《战略合作框

架协议》 

浙江大学机械工

程学院、晶盛机电 
2015年1月9日 

根据协议建立了机电装

备创新研究院，研究生

创新实践基地、教育基

金也在正常实施中 

《半导体硅材

料产业战略合

作协议》 

北京有色金属研

究总院、中环股

份、晶盛机电 

2015年5月26日 

对相关资产进行了审计

和评估，尚未取得实质

性进展 

《战略合作协

议》 

杭州海康威视数

字技术股份有限

公司、晶盛机电 

2016年9月7日 

根据协议进行了智能车

间物流系统等项目的合

作 

4、公司控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司所持公司股份已经全流

通，不存在未来三个月其限售股解除限售的情况；截止本公告披露日，公司未收

到控股股东或持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。 

五、备查文件 

《无锡市人民政府&天津中环半导体股份有限公司&浙江晶盛机电股份有限公

司战略合作协议》 

特此公告。 

浙江晶盛机电股份有限公司 

董事会 

2017年 10月 13日 




